
 

第六届“IC 的先进光子学失效分析技术”国际研讨会 
6th International Workshop on 

Advanced Photonics Failure Analysis Technology in IC 
APFA’07 

 
时间：2007年11月27日 (星期二) 9:10 – 17:00 

地点：上海邯郸路220号 复旦大学 逸夫科技楼 多功能厅（二楼） 

主办: 复旦大学国家微分析中心 日本HAMAMATSU光子学株式会社 

 

如果您设计/制造/使用的IC产品存在可靠性问题，    

此次研讨会将使您受益！ 

 

随着集成电路不断向高集成度和深亚微米尺寸发展，对IC芯片设计和制造

中器件的性能、可靠性和质量控制提出了更高的要求。本次研讨会以推进IC先

进可靠性和失效分析技术的应用为目的，邀请了国内外专家进行该领域最新技

术动态论述以及先进可靠性和失效分析技术的应用介绍。我们热忱欢迎从事IC

芯片设计、制造、封装和应用领域的同仁们积极与会进行交流。 

会议语言为中文/英语。 
 

注册： 11月23日前返回回执者注册费为150元/人，11月23日后为 200元/人,

注册费均现场交纳，同一单位4人（含）以上与会八折优惠。 

APFA研讨会将提供论文集、工作午餐、会间茶和精美纪念品等。 
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